
 产品流水料号识别码

 产品PIN位
08：8PIN

 产品高度
H188：1.88MM

连晟欣
LCK

 产品类别

MS:MINI SIM
SIM:MICRO SIM
NANO：NANO SIM

 有柱无柱

 Y：有柱

 W：无柱

电镀规格
G：gold flash
G1：1U
G3：3U

（以此推类）

包装方式

L：圆盘

C1C5C2C6C3C7

SIM CARD

SW1SW2

焊盘区

C1C5C2C6C3C7SW1SW2

塑胶 黑色 ，防火等级

接触端子电镀 全部镍底 ，接触区域 金，焊脚处雾 最少
.

外壳电镀：镍底 ，焊接处

金

额定电流 最大

额定电压

工作温度： 度到 度）

Storage Temperature Range :-40°C~+70°C（工作环境：-20度到+80度）

Ambient Humidity Range :95% R.H. Max.（上锡效果：95%以上）

Contact Resistance:100m  max.（端子接触电阻：100m  最大)

Insulation Resistance:1000M  min./500VDC(绝缘阻抗：100兆欧最小 ）

Mating Cycles:5,000 Insertions（寿命：5000次）

产品耐温温度：260°C
SW1 SW2 SW1 SW2


